光学与电子信息 学院集成电路工程领域、软件工程领域学位硕士研究生课程简介
	课程名称：LTCC技术与无源集成设计
	课程代码：182.575

	课程类型：□ 公共课程   □ 专业领域基础课   █ 专业选修课

	考核方式：  开卷考试                            
	教学方式：讲授

	适用领域：软件工程

	开课学期：   秋季        
	总学时：32
	学分：2

	先修课程要求：无

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术方向

	郑志平
	副教授
	微电子学与固体电子学
	44
	信息功能材料与器件、无源器件与集成、新型光电晶体及探测器

	汪小红
	副教授
	微电子学与固体电子学
	38
	信息功能材料与器件、无源器件与集成

	课程负责教师教育经历及学术成就简介：

郑志平副教授

教育经历：

1987年9月至1991年6月，华中科技大学电子元件与材料专业，本科生

1999年9月至2002年6月，华中科技大学微电子学与固体电子学专业，硕士研究生

2002年9月至2005年6月，华中科技大学微电子学与固体电子学专业，博士研究生

2011年12月至2012年12月，澳大利亚新南威尔士大学，光伏专业，访问学者

学术成就：

主要从事电子功能陶瓷及器件等领域的研究工作。先后主持了国家自然科学基金2项、教育部博士点基金1项、横向合作多项。作为主要参与者参与并完成了多项国家自然科学基金、863课题、横向合作项目。发表论文三十余篇，申请专利15项。

汪小红副教授：

教育经历：

1992年9月至1996年7月，华中理工大学微电子学与固体电子学专业，本科生

1996年9月至1999年6月，华中理工大学微电子学与固体电子学专业，硕士研究生

2002年9月至2007年12月，华中科技大学微电子学与固体电子学专业，博士研究生

学术成就：

主要从事电子功能陶瓷及器件等领域的研究工作。先后主持并承担了国家自然科学基金、省自然科学基金、多项横向项目和校科学基金，作为主要参与者参与并完成了多项国家自然科学基金及国防项目。申请专利十余项，发表论文十余篇。

	课程教学目标：

在无源集成技术中，低温共烧陶瓷（LTCC）技术近年来发展起来的令人瞩目的整合组件技术。通过本课程的学习,使学生了解和掌握最新的低温共烧技术，尤其是电子陶瓷材料与金属电极、各种无源器件的集成共烧技术；为新型高集成度、高稳定性电子器件的设计与制造奠定基础。
课程大纲：（章节目录）

LTCC概述                                                        6学时

无源集成技术简介                                                 1学时
无源集成的基板与互联系统                                         2学时
无源器件与集成的工艺过程                                         2学时
无源集成器件的应用                                               1学时

LTCC材料                                                        8学时

烧结助剂的种类和选择                                              2学时

介质材料及特性                                                    2学时

金属材料及特性                                                    2学时

电阻和其他材料                                                    2学时

LTCC工艺技术                                                    7学时

低温共烧材料的选择                                                2学时

流延技术                                                          1学时

丝印与叠层技术                                                    1学时

共烧技术                                                          2学时

可靠性问题                                                        1学时

LTCC无源集成设计                                                 6学时
基本无源元件的建模                                                3学时
内置无源器件的设计与实现                                          2学时
LTCC技术在电子组件中的设计与应用                                 2学时

LTCC技术的未来发展                                              4学时

新材料和新工艺                                                    2学时

后低温共烧技术的背景和发展                                        2学时



	主要参考书：

1. Multilayered Low Temperature Cofired Ceramics (LTCC) Technology, Yoshihiko Imanaka, Springer, 2005

2、Low Temperature Electronics and Low Temperature Cofired Ceramics Bases Electronic Devices, C.L.Claeys, W.Wong-Ng, K.M.Nair, The Electrochemical Society, Inc.


	课程名称：LTCC Technology and Integrated Passive Component Design
	课程代码：182.575

	课程类型：█Professional optional courses

	考核方式：Open-book examination   
	教学方式：Lecturing

	适用专业：EE

	开课学期： Fall    
	总学时：32
	学分：2

	先修课程要求：None

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术方向

	Zheng Zhiping
	Ass. Prof.
	Microelectronics and Solid State Electronics
	44
	Information Function Materials and Component，Passive devices and integration, Novel crystals for Nuclear detectors

	Wang Xiaohong
	Ass. Prof.
	Microelectronics and Solid State Electronics
	38
	Information Function Materials and Component，Passive devices and integration

	Course Team Leader Education Experience and Academic Qualification：

Zheng Zhiping
Education Experience:

Sep,1987-July,1991  Huazhong University of Science and Technology, Electronic components and materials, Bachelar Degree

Sep,1999-June,2002   Huazhong University of Science and Technology, Microelectronics and Solid State Electronics, Master Degree

Sep,2002-Nov,2005   Huazhong University of Science and Technology, Microelectronics and Solid State Electronics, PhD Degree

Dec,2011- Dec,2012  University of New South Wales, Photovoltaics, Visting Scholar.

Academic Qualification：

The main research field is Function Materials and the related Component. She has been hosted by the National Natural Science Foundations， Specialized Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education and crosswise Funds. She participated in several NSFC projects, National High-tech R&D Program, and crosswise tasks as a primary actor. She published more than thirty papers and fifteen patents.

Wang Xiaohong

Education Experience:

Sep,1992-July,1996  Huazhong University of Science and Technology, Microelectronics and Solid State Electronics, Bachelar Degree

Sep,1996-June,1999   Huazhong University of Science and Technology, Microelectronics and Solid State Electronics, Master Degree

Sep,2002-Nov,2007   Huazhong University of Science and Technology, Microelectronics and Solid State Electronics, PhD Degree

Academic Qualification：

The main research field is Function Materials and the related Component. She has been responsible for National Science Foundation, Science Foundation of Hubei Province. She participated in several NSFC projects and military research projects as a primary actor. She published more than ten papers and patents.



	Course Objective：

 The purpose of the course “LTCC Technology and Integrated Passive Component Design” is to provide an overview and an elementary knowledge of the low temperature cofired ceramics technology, including the co-firing technology of ceramics materials and conductor materials and other passive component materials. Again the purpose of the course is to make students know the state of the art in passive integration design. All these will lay foundations for design and fabrication of passive components with high-density integration and high-performance.
Course Outline

1. Introduction. 

Introduction to Integrated Passive Component technology
Interconnection System of Integrated Passive Components
Processes of Integrated Passive system
Application of Integrated Passive Components 
2. LTCC materials 

Type of the sintering aids

Dielectric materials and their characteristics

Conductor materials and their characteristics

Resistors and other materials
3. LTCC process technology
Choice of LTCC materials 

Tape casting technology

Printing and laminating

Co-firing technology

Reliability
4 Integrated Passive Component Design for LTCC

Modeling Basic Passive Components

Design and Implementation of embedded Passive Components
LTCC technology in design and application of electronic module
5. Future of LTCCs.

New materials and technologies 

Background and development of post-LTCC technology

	Reference Books：

1. Multilayered Low Temperature Cofired Ceramics (LTCC) Technology, Yoshihiko Imanaka, Springer, 2005

2、Low Temperature Electronics and Low Temperature Cofired Ceramics Bases Electronic Devices, C.L.Claeys, W.Wong-Ng, K.M.Nair, The Electrochemical Society, Inc.


